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PEIORTA DESCRIPTIVA
que se presenta para unir a la solicitud
d e
PATENTE DiE IHBVENCION
formulada el 3 de Septiembre de 1962 con el n2 280.505
en ’
ESPAfA
por VAINTE afios
. a noﬁbre de N. V. PHILIPS'GLOEILAUPENTABRIZKLN, entidad holan~-

desa, establecida en FEmmasingel 29, Bindhoven, Holsnda, por:

"UN MEYODO DI FABRICAR UN CONEIONADO IMPRIES0 SOBRE UN

SOPORTE QUE WIENE ABERTURAS MuTALIZADASY

Bste invento se refiere a un método para producir
conexionados imprecos sobre un soporte gque tiene aberturas
metaligades.

Dicho método es conocido por si mismo y tiene por
objeto proveer las aberturas, hechas en paneles con conducto-
res impresos para montar piezes eléctricas y electrdnicas, o
para establecer une conexién eléotrica entre conductores im-

presos en ambos lados de los paneles, con una capa eléctrica
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' Esto se debe a la diferencia en las velocidades de deposicidn

la cual puede ser soldads sl se desgea.
Gste método conooido comprende las gsigulentes opera- ¢
ciones,
Las sberturas necesarias son horadadas en el panel L
que tiene los conductores impresos. Los conductores impre-
gos8 son subsigulentemente cubiertos con una plantilla que
gogtiene por si misme, por ejemplo de caucho, que tiene aber-
turas gque corresponden exeotamente en lugar y temafio a las

gberturas del panel con conduclores iupresos. La plentilla

y las paredes de las aberturas son recubiertas con una capa

delgada, conductora, por ejemplo de una laca que contiene un
polvo de plata. Por electrodeposicibén la capa de plata es
luego recublerts con una capa de netal, por'ejemplo cobre,
en las paredes de las sberturas y de la plantilla. Después
de quitar le plantilla se obtiene un panel de conductores
impresos y aberturas metalizadas.

lote método tiene variams desventajes e inconvenien-
tes;

La cantidad de metel depositado gobre la plantilla
es considerablemente meyor que le cantidad de metal deposi-
tado en las gberituras. Zste pérdide de material sumente més
debido al hecho de que, comparada con el espesor deseado de
la cepe metdlica sobre las paredes de las aberturas, la capa

depositada sobre la plantilla tiene un espesor 50% mayor.

sobre le plantilla y sobre las paredes de las aberturas, de-
bido & las eberturas, debido a la diferencia local en densi-—
dad de corriente en el objeto.

Un inconveniente adicional del método conocido es
que despuds de cada electrolisis la plantilla ha de ser lim-

piada para un nuevo procedimiento.

Il método seglin sl invento evi¥d ey i@taj
st 1) QOB
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mientras que se obtienen ventojas adicionales.

Segin el invento lag aberturas son provistes inter-
nenente de una capa conductora, colgsda, después de la cusl
une plentilla de un soporte no conductor recubierta en un
lado con una caps conductora, con aberturas gqus corresponden
en posicidn a las de los conductores impresos, es sujetads
& los conductores con su lado conductor, despuds de lo cual
ge electrodepogita una capa aetdlica sobre las pareces de
las averturas.

Jate método tiene la ventaja de que dursnte la deposi-
cidn del metal sobre las paredes de las aberiuras el netal se
deposita solemente sobre dichos sitios. ¥sto siznifica una
econonia considorsble de material y enerzia eléetrica. la
plantille puede volver & userse inmedisbemente después sin
limpierla. 7l mdtodo segin el invento puede, adenfs mecenizar-
ge de un modo sencillo.

im une realizecidén preferida del método se hace uso
de una plantille, en ls cual hay horadadas aberturas, las cug-

les tienen un didmetro mayor que las sberturas del panel con
conductores impresos. Con la electrodeposicién de la cepa me—
t41lica sobre las paredes de lag sberturas se ferma también
une cape metdlica, cuando se hace Lso de dichg plantilla, en

el conductor alrededor del sitio de la abertura, estando diw-

cha capa metdlica en contacte con le cepe metdlica sobre las

paredes da lae zherturas. Se ase ura asi que la capa metdlica
formada sobre las peredes de las aberturas esisblece une co=

nexibn elbcirica y meclnica satisfectoria oon log conductores
Inpresog.

B nétodo semin el inventc serd ahora escrito nde

plenanente con referencis al dibuio adjunto.
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" ge plantilla.

Ta fijura 1 es una vista en seccidn transverssl de

un panel que tiene conductores Impresos.

La figura 2 muestra le misme viste en seccibn despuébs
de que han sido horadadas las gherturas.
Ta fizura 3 es la viste en secciln vertical de la

T

s

gura 2, estzndo las paredes de las sberturas recublertas
de una capa delgada de material conductor.

Ia fisure 4 es la misums vista en seccidn que en la
figure 3, cubierta con ung plantilla.

Te figura 5 es la visia en seccidn despuds de que
la cops metdlice ha sido electrodepositada.

La figura 6 muestra el estado despuds de que se ha
gultade ls plantilla,.

Lz figure T es una vista en planta de un panel de
conductores impresos.
La figura 8 es una vista en seccidn transversal he=—

cha por la lines VIII-VIII de la figura 7, con una. cubierta

Ta figura 9 es una vista en seccidn trensversel de
un. panel que tiene conductores impresos en sumbos lados, suje=
téndose una plantilla s ambos lados.

Log conductores impresos 1, se aplican a un soporte
2, por ejemplo de pepel duro, por un método adecuado, por
sjemplo imprimiendo un modelo conductor, por un procedimien—
to de lavado &l agus fuerte, en el cusl parte de una lémine
metdlice sujetada al soporte es grebada el asus fuerte o
por electrodeposicidn, en la cual se deposita una oapa>me-
tAlica en el modelo deseado sobre el soporte.

in el panel que tiene los conductores impresos (£~

gura. 1) se horadan. las sberturas 3 (ficura 2). Zntonces se
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recubren las paredes de las aberturas con uns cspa delgads
eléctricamente conductora 4 (figura 3). 4 este objebo puede
hacerse uso de una caps metéiica que consiste en una suspen~—
sibén de un polvo metélico, por ejemplo polvo de cobre 0 pol=-
vo de plsta en una solncibn de un aglutinente orginico, por
ejemplo nitrocelulosa. polivinil=butirel o similares en un
disolvente volhtil. Tembién es posible usar pars este objeto
ung suspensidn de grafite o depositar une capa metélica ore—
génice cateliticamente. Cuando se usa una laca metélica, el
penel se aplica con su lzdo dorsal a la superficie de la law-
ca y se aprieta hagta que la superflcie de la laca es capla-—
nar con la superficie del penel en el lado de los conducto-—
res impresos. B adends posible epilar una plurelided de pa—
neles ebiertos en el mismo sitio y hacer que la laca circu=-
le dentro de las sberturas. HL mébodo ultimamente mencionado
ge usa. particularmente con panecles que tlenen conductores
Impresos en smbos lados.

Despuds de que la laca sobrante, si la hay, es saca-
da de Ia‘aﬁartura v se limpia el lado trasero del panel, ﬁna
plantilla que consiste en un soporte 5, rscubierts de uns
cepa conductore, por ejempla, una capa metdlica 6, es suje-
tada el soporte 2 con el lado metdlico en contacto con los
conductores impresos 1. 4 este objeto puede hacerse uso de
tornillos y mordazas de sujecidn de materisl no condoutor
(que no se muestran). #l soporte 5 de la cepa metélica 6
puede hecerse a,parfir del mismo material que el soporie 2
de loe conductores impregos 1.

in la plantilla (5,6) se horadan las aberturas 7 y 8,
tenlendo la gbertura 7 el mismo didmetro que le sberturas co-

rrespondiente 3 en el panel de conductores imprecosm (1,42).

) ap T T
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Ia ebertura 8 de la plantilla (5,6) tiene un didmetre gue
escede del de la sbertura oorréapoidiente' 3 en el panel de
conduotores impresos. (’1,2'.)_; Se obtienen resultsdos particu~
larmente satisfactories ouando el didmetro- de la sbertura
de la plantilla es al menos aproximadamente T mm mayor que
el difmetro de la abertura correspondiente en el panel de
los circuitos impresos. Después de la electrodeposicién de
metal en la abertura se obtiene una capa 10 que esté conec-
tada: eléctricamente y m_eoén:j.cament.e* con rigidez a los conduo-
torea impresos (véase fig. 5).

La figura 6. es uns vista en seccién del panel acsbade.

Is capa inet.éliea 9 estd en contacto con los conductores solas=-

SN
g

ﬁent& gobre un espesor igual al espesor de los conductores lme
presag. Los conductores tienen usualmente un espesor de unas
pocas decém de micrones, por ejemplo 30 a 40 /v:.
Un conductor soldado en esta sbertura (3,9) no estéd
sometido a uns fuerze de traccién tan alta en Angulo recto al
panel como un conductor soldado en la eberturs (3,10) mientras

que la. capa metélica 10 se deposita también sobre los conduc-
tores impresos: T. _

4 £in de evitar la deposioién de metel durante la elee~ &
trélisis entre el panel (%,2) y la plantills (3,6,'),' puede em-

plearse un. panel con oondﬁoto:}ea impresos, en u.na :-t;ealizacién i

adicional del invento, en la cual los propios conductores ime-

T LT
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presos 11, 12, esthn rodeados por una tira metflica cerrads 13
que tiene el espesor de los conductores (véase la figura ;}‘),
obtehida del mismo modo que los proplos éondaotoresr. Como ;e
miestra en la figura 8, el panel de conductores impresos (2,11, |
.1'2, 13) proporcions la vista en gecoién por ls linewm VIIX-VIIT
de Ia figu:m 7. Después de que se eplice la plantilla 5;6 con
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las sberturss 15, se evita que entre liquido entre el soporte
2 de lom conductores dmpresos y la capa metélica 6.

La figure 9 maestra en una vista en gecciln transver—
aal come puede llevarse & csbo el nétodo gegin el invento con
un soporte que tiene conductores imprescs en ambos Imdos. Se
sujetan dos plantillae (5,6 y 16, $7) al soporte 2 que tiene
loam conduotereé impresoé 12: T4y 1;9 tiras metélicas 13 y
‘fB’ ¥ que tiene la sherturg 3 con una capas de¢ laca 4 sobre las
paredes de los mismos, consistlendo cade plantilla en un so~
porte 5 y 16 respectivamente y en une copa metélica 6 y 17,
respectivamente, siendo las aberturss 8 y 18, respectivemente,
horadedas en las mismas. El conjunto ea'mtuamente sujetado
por ejemplo por medio de las mordazes 19 preferentemente de
un material no conductor. El conjunta es suspendide en uns
soluecidn de una sal metflice después de lo cual se deposita
electroliticamente uns ceps metélice sobre lz pared de lm
sberturs 3. EL conjurta se usa como un cétodo.

Un bafio asdecusdc de electrodeposicién puede preparar—
gsa per ejemple, aﬁadiénda: & 250 g. G 01804.5&20 y 60 mls de
8230" uns cantided de agua tal que se obtenga un litro de
soluciln. Une densided de corriente adecusda em sproximede~
mente 6 j;_/dmz. Dentro de unos 30 miqu.tqa ge deposita uns capa
de cebre de eproximsdemente 30 /& 8obre las 'pare&ea de lee
sberturss. ‘

la presente solicitud, que corresponde & ls preeen’t:am ;
da en Holsnds el § de Septiembre de 1961, bajo el mim. 268.976, "
se acoge & los beneficlos del artiouls 51 del vigente Betatu-
to: sobre Propiedsd Industrisl. | } i



1Q

-]

NOTKL
. Raa puntes de invencifn, propia y nmevas, que se pre—
sentan para que sean objete de ls presenie solicitud de Paten-
te de Inveneidn en Espafia, por VEINTE afios, son los sigulen-
test |

12, - Un métoda de febricar un conexionaic impreso.-
sobre un éonqrte que tiene aberturas metal izadas, estandc las
sberturas punzonadas en un panel que tiene un conexionsdo ime
presos después de lo cusl se splica une cape metélics & lem
peredes de las aberturas por depdsitec eléctrice, haciéndose
use de una méscars para cubrir el conexionsde imprese, cersc—
terizado porque las aberturss, después de haber side punzons-—
des, se praveen par dentro don uns capa delgeds conductors,
despufe de lo cual, une méscara consistente en un soporte
no. conductor revestide por un Iade con una caps& conductors,
con eberturaes punzonsdas en &1, gqus corresponden em posicidn
con les del comexionade impreso, se sujeta &l conexionsde im=
presa con su lade conductor y se aplice una capa metdlice &
lag paredes de lsa sberturae por depdeito eléctrica.

28, — Un m&todo meghn el punto 1, caracterizade poréwo
se hace use de una méscara qﬁe tiene sberturae, cuys dlémetro
exceda e un mm. sproximedemente desde lass aberturse corres-
pondientes del conexionado impreso sobre el soporte.

38, ~ Un método de fabricar un conexionsdo impresc
sobre un ;opowte. que tiene aberturas metalizadas.
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Tal y como sa h& descrito enx la Memoria que antecede,
mraaen‘ﬁm en los dibujos que se acompafian y pars los fines
que se hen especificeda. _

Bsta Memoria consta de ocho hejss y la presente ee~

critas & méquing por ung sola de sus caras.

wartd, |6 ENE 1963
P
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